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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (10) comprising a carrier (100), an optoelectronic semiconductor
chip (200) arranged on the upper side (101) of the carrier (100), and a frame (300) which is arranged on the upper side (101) of the
carrier and which frames the optoelectronic semiconductor chip (200). An underside (302) of the frame (300), which faces the upper
side (101) of the carrier (100), has at least one recess (330). In a spatial area (320) framed by the frame (300) on the upper side (101)
of the carrier (100), there is arranged a potting material (400) which is in contact with the frame (300) and at least partly fills the recess
(330) in the frame (300).

(57) Zusammenfassung: Ein optoelektronisches Bauelement (10) umfasst einen Triger (100), einen an einer Oberseite (101) des Tra-
gers (100) angeordneten optoelektronischen Halbleiterchip (200) und einen an der Oberseite (101) des Trégers angeordneten Rahmen
(300), der den optoelektronischen Halbleiterchip (200) umrahmt. Eine der Oberseite (101) des Tragers (100) zugewandte Unterseite
(302) des Rahmens (300) weist mindestens eine Ausnehmung (330) auf. In einem durch den Rahmen (300) umrahmten Raumbereich
(320) an der Oberseite (101) des Tragers (100) ist ein Vergussmaterial (400) angeordnet, steht in Kontakt mit dem Rahmen (300) und
fullt die Ausnehmung (330) des Rahmens (300) zumindest teilweise.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Bauelement sowie ein Verfahren zum Herstellen eines opto-

elektronischen Bauelements.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2018 125 127.0, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.

Aus dem Stand der Technik sind optoelektronische Bauelemente
bekannt, die einen an einer Oberseite eines Tradgers angeord-
neten Rahmen aufweisen. Der Rahmen kann beispielsweise einem
Schutz eines optoelektronischen Halbleiterchips des opto-

elektronischen Bauelements und zur Halterung weiterer Kompo-

nenten des optoelektronischen Bauelements dienen.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Eine weitere
Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfah-
ren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelements anzu-
geben. Diese Aufgaben werden durch ein optoelektronisches
Bauelement und durch ein Verfahren zum Herstellen eines opto-
elektronischen Rauelements mit den Merkmalen der unabhangigen
Anspriiche geldst. In den abhidngigen Anspriichen sind verschie-

dene Weiterbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement umfasst einen Trager, einen
an einer Oberseite des Tragers angeordneten optoelektroni-
schen Halbleiterchip und einen an der Oberseite des Tragers
angeordneten Rahmen, der den optoelektronischen Halbleiter-
chip umrahmt. Eine der Oberseite des Tragers zugewandte Un-
terseite des Rahmens weist mindestens eine Ausnehmung auf.
Die Unterseite des Rahmens ist mittels eines Klebstoffs an

der Oberseite des Tréagers befestigt. In einem durch den Rah-
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men umrahmten Raumbereich an der Oberseite des Tragers ist
ein Vergussmaterial angeordnet, steht in Kontakt mit dem Rah-

men und f1llt die Ausnehmung des Rahmens zumindest teilweise.

Vorteilhafterweise wird der Rahmen dieses optoelektronischen
Bauelements durch die Vergussmasse an dem Trager gehalten. Da
die Vergussmasse mit dem Rahmen in Kontakt steht und die Aus-
nehmung des Rahmens zumindest teilweise fillt, ergibt sich
eine besonders robuste Verbindung zwischen dem Vergussmateri-
al und dem Rahmen und dadurch auch zwischen dem Rahmen und
dem Trager des optoelektronischen Bauelements. Dies ermdg-
licht es, eine Kontaktfliche zwischen der Unterseite des Rah-
mens und der Oberseite des Tragers klein auszubilden. Dadurch
kann das optoelektronische Rauelement insgesamt kompakte au-
Bere Abmessungen aufweisen. Da der Rahmen dieses optoelektro-
nischen Bauelements den optoelektronischen Halbleiterchip um-
rahmt, kann der Rahmen einen Schutz des optoelektronischen
Halbleiterchips vor einer Beschadigung durch duBere Einfliisse

bewirken.

Vorteilhafterweise bewirkt auch der Klebstoff eine Fixierung
des Rahmens an der Oberseite des Tragers. Insbesondere kann
der Klebstoff den Rahmen wahrend der Herstellung des opto-
elektronischen Rauelements an der Oberseite des Tragers fi-
xieren, bevor das Vergussmaterial an der QOberseite des Tra-
gers in dem durch den Rahmen umrahmten Raumbereich angeordnet
wird. Die durch das Vergussmaterial bewirkte, zusadtzliche Fi-
xierung des Rahmens an dem Tradger ermdglicht es vorteilhaf-
terweise, die Flache der Klebstoffverbindung zwischen dem

Rahmen und dem Trager klein auszufiihren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
bildet die Ausnehmung einen Durchbruch zwischen dem durch den
Rahmen umrahmten Raumbereich und einer Aulenseite des Rah-
mens. Vorteilhafterweise ergibt sich dadurch eine besonders
groRe Kontaktfldche zwischen dem Rahmen des optoelektroni-

schen Bauelements und dem an der Oberseite des Tragers ange-
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ordneten Vergussmaterial bei gleichzeitig besonders kompakten

dulReren Abmessungen des Rahmens und des Tragers.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist im BRereich der Ausnehmung kein Klebstoff angeordnet. In
einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements ist
der Rahmen sogar lediglich in vier Eckbereichen mittels des
Klebstoffs an der Oberseite des Tréagers befestigt. Vorteil-
hafterweise ermdglicht es diese Gestaltung, das optoelektro-
nische Bauelement mit besonders kompakten duBeren Abmessungen

auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Rahmen eine Verankerungsstruktur auf, durch die das
Vergussmaterial an dem Rahmen verankert ist. Dabei umfasst
die Verankerungsstruktur eine Aufrauung, eine Vertiefung oder
einen Vorsprung. Insbesondere kann die Verankerungsstruktur
eine Vertiefung oder einen Vorsprung mit einer Hinterschnei-
dung umfassen. Vorteilhafterweise ergibt sich durch das Vor-
sehen der Verankerungsstruktur eine besonders stabile Verbin-
dung zwischen dem Vergussmaterial und dem Rahmen. Dadurch
wird der Rahmen besonders stabil an dem Trager des optoelekt-

ronischen Bauelements gehalten.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist an dem Rahmen ein optisches Element gehaltert. Das opti-
sche Element kann beispielsweise eine optische Linse, ein
Fresnelsches optisches Element, ein metaoptisches Element o-
der ein diffraktives optisches Element sein. Durch die Halte-
rung des optischen Elements an dem Rahmen des optoelektroni-
schen Bauelements ergibt sich vorteilhafterweise eine defi-
nierte Position des optischen Elements relativ zu dem opto-
elektronischen Halbleiterchip des optoelektronischen Bauele-
ments. Dabei ist vorteilhafterweise kein zusadtzliches Element

zur Halterung des optischen Elements erforderlich.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements

weist der Rahmen eine Einfulloéffnung auf, die sich von einer
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AuBenseite des Rahmens durch eine Wandung des Rahmens zu dem
von dem Rahmen umrahmten Raumbereich erstreckt. Vorteilhaf-
terweise ermdglicht die Einfilldéffnung ein einfaches und zu-
verlassiges Einflillen des Vergussmaterials. Beigspielsweise
kann das Vergussmaterial mittels einer Dosiernadel (Dispen-
sing-Nadel) durch die Einfé1lldffnung in den durch den Rahmen

umrahmten Raumbereich eingefiillt werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der optoelektronische Halbleiterchip in das Vergussmate-
rial eingebettet. Dadurch kann das Vergussmaterial vorteil-
hafterweise einen Schutz des optoelektronischen Halbleiter-
chips vor einer BReschadigung durch duBere Einwirkungen bewir-
ken. Das Vergussmaterial kann auch als Reflektor oder zur Er-
hoéhung eines Kontrasts zwischen dem optoelektronischen Halb-
leiterchip und der Umgebung des optoelektronischen Halb-

leiterchips dienen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der optoelektronische Halbleiterchip nicht vollstandig
durch das Vergussmaterial bedeckt. Dadurch kann beispielswei-
se verhindert werden, dass von dem optoelektronischen Halb-
leiterchip emittierte elektromagnetische Strahlung durch das

Vergussmaterial abgeschattet oder absorbiert wird.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Rahmen eine Zwischenwand auf, die den von dem Rah-
men umrahmten Raumbereich unterteilt. Dadurch weist das opto-
elektronische Bauelement mehrere Kavitaten auf, die unter-
schiedliche Zwecke erfiillen konnen. Beispielsweise kénnen die
mehreren Kavitadten des optoelektronischen Bauelements mehrere

optoelektronische Halbleiterchips beherbergen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist in einem Teil des von dem Rahmen umrahmten Raumbereichs
ein anderes Vergussmaterial angeordnet als in einem anderen
Teil des von dem Rahmen umrahmten Raumbereichs. Dadurch kon-

nen die mehreren Kavitadten eines mehrere Kavitdten umfassen-
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den optoelektronischen Bauelements getrennt voneinander flr

ihren jeweiligen Anwendungszweck optimiert werden.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-
ments umfasst Schritte zum Anordnen eines optoelektronischen
Halbleiterchips an einer Oberseite eines Tragers, zum Bereit-
stellen eines Rahmens mit einer Unterseite, die eine Ausneh-
mung aufweist, zum Anordnen des Rahmens an der Oberseite des
Tragers derart, dass die Unterseite des Rahmens der QOberseite
des Tragers zugewandt ist und der Rahmen den optoelektroni-
schen Halbleiterchip umrahmt, wobei die Unterseite des Rah-
mens mittels eines Klebstoffs an der Oberseite des Tréagers
befestigt wird, und zum Anordnen eines Vergussmaterials in
einem durch den Rahmen umrahmten Raumbereich an der Oberseite
des Tragers derart, dass das Vergussmaterial in Kontakt mit
dem Rahmen steht und die Ausnehmung des Rahmens zumindest

teilweise fullt.

Vorteilhafterweise wird der Rahmen des optoelektronischen
Bauelements bei diesem Herstellungsverfahren durch das Ver-
gussmaterial an der Oberseite des Tragers fixiert. Dadurch,
dass der Rahmen eine Ausnehmung aufweist, die durch das Ver-
gussmaterial zumindest teilweise gefillt wird, ergibt sich
eine besonders groBle Kontaktfldche zwischen dem Vergussmate-
rial und dem Rahmen, wodurch sich eine besonders stabile Ver-
bindung zwischen dem Vergussmaterial und dem Rahmen und
dadurch auch zwischen dem Rahmen und dem Trager ergibt. Der
Rahmen des durch das Verfahren erhdaltlichen optoelektroni-
schen Bauelements kann beispielsweise einem Schutz des opto-
elektronischen Halbleiterchips vor einer Beschadigung durch

auBere Einwirkungen dienen.

Der Klebstoff kann vorteilhafterweise eine zusdtzliche Fixie-
rung des Rahmens an der Oberseite des Tragers bewirken. Ins-
besondere kann der Klebstoff den Rahmen wa&hrend der Herstel-
lung des optoelektronischen Bauelements vor dem Anordnen des

Vergussmaterials an der Oberseite des Tragers fixieren.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Entfernen eines Teils des Rahmens.
Dadurch weist das durch das Verfahren erhdltliche optoelekt-
ronische BRauelement vorteilhafterweise besonders kompakte au-
Bere Abmessungen auf. Das Entfernen eines Teils des Rahmens
kann durch die zusadtzliche Fixierung des Rahmens an dem Tra-
ger und die zusatzliche Stabilisierung des Rahmens, die sich
durch das in dem Rahmen angeordnete Vergussmaterial ergeben,

ermdéglicht werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Teil des
Rahmens derart entfernt, dass im Bereich der Ausnehmung ein
Durchbruch zwischen dem durch den Rahmen umrahmten Raumbe-
reich und einer AuBenseite des Rahmens gebildet wird. Dadurch
weist das durch das Verfahren erhdltliche optoelektronische
Bauelement vorteilhafterweise besonders kompakte adulere Ab-

messungen auf.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens wird der Rahmen als
Verbund mit weiteren Rahmen bereitgestellt. Dabei wird der
Verbund nach dem Anordnen des Vergussmaterials zerteilt. Vor-
teilhafterweise ermdglicht das Verfahren dadurch eine gleich-
zeitige Herstellung einer Mehrzahl optoelektronischer BRauele-
mente. Dadurch reduzieren sich die Herstellungskosten pro
optoelektronischem Bauelement und die fiir die Herstellung ei-

nes optoelektronischen Bauelements bendtigte Arbeitszeit.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird im Rereich der
Ausnehmung kein Klebstoff angeordnet. Da der Rahmen nachfol-
gend zusatzlich durch das Vergussmaterial an dem Trager ge-
halten wird, kann die FlaAche des mit Klebstoff versehenen
Kontaktbereichs zwischen dem Rahmen und dem Trager vorteil-
hafterweise minimiert werden. Insbesondere wird es dadurch
ermdéglicht, im BRereich der Ausnehmung auf das Vorsehen von
Klebstoff zu verzichten. Dies ermdéglicht es vorteilhafter-
weise, den Teil der Oberflache des Tragers im Bereich der

Ausnehmung des Rahmens flir andere Zwecke zu nutzen, bei-
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spielsweise fir elektrische Kontaktflachen oder fiir elektri-

sche Leiterbahnen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Rahmen le-
diglich in vier Eckbereichen mittels des Klebstoffs an der
Oberseite des Tragers befestigt. Vorteilhafterweise weist das
durch das Herstellungsverfahren erhdltliche optoelektronische

Bauelement dann besonders kompakte aullere Abmessungen auf.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist der Rahmen eine
Einftilldffnung auf, die sich von einer AuRenseite des Rahmens
durch eine Wandung des Rahmens zu dem von dem Rahmen umrahm-
ten Raumbereich erstreckt. Dabei wird das Vergussmaterial
durch die Einftilloffnung zugefihrt. Vorteilhafterweise ermdg-
licht das Einfillen des Vergussmaterials durch die Einfill-
6ffnung ein besonders einfaches und sicheres Zufithren des
Vergussmaterials. Beispielsweise kann das Vergussmaterial
mittels einer Dosiernadel (Dispensing-Nadel) durch die Ein-

fiilloffnung eingefiillt werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der optoelektro-
nische Halbleiterchip in das Vergussmaterial eingebettet.
Vorteilhafterweise kann das Vergussmaterial dadurch einen
Schutz des optoelektronischen Halbleiterchips bewirken. Das
Vergussmaterial kann auch als Reflektor fir durch den opto-
elektronischen Halbleiterchip emittierte elektromagnetische
Strahlung oder zur Erhdéhung eines Kontrasts zwischen einer
Strahlungsemissionsfldche des optoelektronischen Halbleiter-
chips und einer Umgebung des optoelektronischen Halbleiter-

chips dienen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der optoelektro-
nische Halbleiterchip nicht vollstadndig durch das Vergussma-
terial bedeckt. Vorteilhafterweise wird dadurch verhindert,
dass von dem optoelektronischen Halbleiterchip emittierte
elektromagnetische Strahlung durch das Vergussmaterial abge-

schattet oder absorbiert wird.
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Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile

dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, sind klarer und deutlicher verstandlich im Zusammen-
hang mit der folgenden Beschreibung der Ausfithrungsbeispiele,
die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlautert wer-

den. Dabei zeigen in jeweils schematischer Darstellung:

Fig. 1 einen Trager mit an einer QOberseite des Tragers ange-

ordneten optoelektronischen Halbleiterchips;

Fig. 2 den Trager mit darauf angeordneten Rahmen;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines der Rahmen;

Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht des Rahmens;

Fig. 5 den Trager nach dem Anordnen eines Vergussmaterials in

den Rahmen;

Fig. 6 mehrere durch Zerteilen des Tragers und der Rahmen er-

haltene optoelektronische Bauelemente;

Fig. 7 einen der Rahmen nach dem Zerteilen;

Fig. 8 den Trager mit dariber angeordneten Rahmen gemdl einer

weiteren Ausfihrungsform;

Fig. 9 den Trager und die Rahmen nach dem Einfiillen eines

Vergussmaterials;

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines Rahmens gemal ei-

ner weiteren Ausfiihrungsform; und

Fig. 11 eine geschnittene Seitenansicht eines Rahmens gemal

einer weiteren Ausfithrungsform.

Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht ei-

nes Tragers 100. Im dargestellten Beispiel ist der Trager 100
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als Scheibe mit einer im Wesentlichen planen Oberseite 101
ausgebildet. Der Trager 100 kann auch als Substrat bezeichnet
werden. Der Trager 100 kann beispielsweise als gedruckte Lei-
terplatte (PCB), als Keramiksubstrat oder als durch ein Form-
verfahren (Moldverfahren) hergestelltes Kunststoffsubstrat

ausgebildet sein.

An der Oberseite 101 des Trédgers 100 sind mehrere optoelekt-
ronische Halbleiterchips 200 angeordnet worden. Die opto-
elektronischen Halbleiterchips 200 konnen beispielsweise in
einer regelmalRigen zweidimensionalen Matrixanordnung an der
Oberseite 101 des Tréadgers 100 angeordnet worden sein. Die
Zahl der optoelektronischen Halbleiterchips 200 kann einige
Hundert oder einige Tausend betragen. Mdglich ist aber auch,
dass lediglich ein einziger optoelektronischer Halbleiterchip

200 an der Oberseite 101 des Trédgers 100 angeordnet wird.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 200 konnen beispiels-
weise ausgebildet sein, elektromagnetische Strahlung, bei-
spielsweise sichtbares Licht, zu emittieren oder zu detektie-
ren. So kdénnen die optoelektronischen Halbleiterchips 200
beispielsweise als Leuchtdiodenchips (LED-Chips), als Laser-
chips, als Photodioden oder als andere optoelektronische

Halbleiterchips ausgebildet sein.

Im dargestellten Beispiel sind die an der Oberseite 101 des
Tragers 100 angeordneten optoelektronischen Halbleiterchips
200 alle gleich ausgebildet. Es ist jedoch auch méglich, meh-
rere unterschiedliche optoelektronische Halbleiterchips 200

an der QOberseite 101 des Tragers 100 anzuordnen.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 200 weisen jeweils ei-
ne Oberseite 201 und eine der Oberseite 201 gegeniiberliegende
Unterseite 202 auf. Die optoelektronischen Halbleiterchips
200 sind derart an der Oberseite 101 des Tragers 100 angeord-
net worden, dass die Unterseiten 202 der optoelektronischen
Halbleiterchips 200 der Oberseite 101 des Tragers 100 zuge-

wandt sind.
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Die QOberseite 201 jedes optoelektronischen Halbleiterchips
200 kann beispielsweise eine Strahlungsemissionsfldche bil-
den, an der im Betrieb des optoelektronischen Halbleiterchips
200 elektromagnetische Strahlung emittiert wird. Falls die
optoelektronischen Halbleiterchips 200 als lichtdetektierende
Halbleiterchips ausgebildet sind, so kdnnen die optoelektro-
nischen Halbleiterchips 200 ausgebildet sein, auf die Ober-
seite 201 auftreffende elektromagnetische Strahlung zu detek-

tieren.

An ihren Unterseiten 202 weisen die optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 im dargestellten BReispiel Jjeweils mehrere
elektrische Kontaktbereiche 203 auf, beispielsweise jeweils
zwel elektrische Kontaktbereiche 203. Die elektrischen Kon-
taktbereiche 203 der optoelektronischen Halbleiterchips 200
sind elektrisch leitend mit an der Oberseite 101 des Tragers
100 angeordneten elektrischen Kontaktflidchen verbunden, bei-
spielsweise lber Lotverbindungen oder elektrisch leitende
Klebeverbindungen. In einer alternativen Ausfihrungsvariante
kénnen einer oder mehrere der elektrischen Kontaktbereiche
203 der optoelektronischen Halbleiterchips 200 an den Ober-
seiten 201 der optoelektronischen Halbleiterchips 200 ange-
ordnet sein. In diesem Fall kdonnen die elektrischen Kontakt-
bereiche 203 der optoelektronischen Halbleiterchips 200 bei-
spielsweise lber Ronddrahtverbindungen mit an der Oberseite
101 des Tragers 100 angeordneten elektrischen Kontaktflachen

verbunden sein.

Fig. 2 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Tragers 100 mit den an der QOberseite 101 angeordneten opto-
elektronischen Halbleiterchips 200 in einem der Darstellung

der Fig. 1 zeitlich nachfolgenden Rearbeitungsstand.

An der Oberseite 101 des Tradgers 100 sind mehrere Rahmen 300
angeordnet worden. Die Zahl der an der Oberseite 101 des Tra-
gers 100 angeordneten Rahmen entspricht der Zahl der an der

Oberseite 101 des Tréagers 100 angeordneten optoelektronischen
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Halbleiterchips 200, sodass jedem optoelektronischen Halb-
leiterchip 200 genau ein Rahmen 300 zugeordnet ist. Die Rah-

men 300 sind alle gleich ausgebildet.

Die Rahmen 300 kodnnen beispielsweise aus einem Kunststoff,
etwa einem Polymer, aus einer Keramik, aus einem Glas, aus
einem Metall oder aus einem Verbundwerkstoff gefertigt sein.
Die Rahmen 300 kénnen beispielsweise durch ein Formverfahren

(Moldverfahren) hergestellt werden.

Fig. 3 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines der Rahmen 300, der nachfolgend exemplarisch genauer
beschrieben wird. Fig. 4 zeigt eine schematische geschnittene
Seitenansicht des Rahmens 300. Dabei ist der Rahmen 300 an

einer in Fig. 3 angedeuteten Schnittebene geschnitten.

Der Rahmen 300 weist eine rohrenfdrmige Grundform mit einem
rechteckigen Querschnitt auf. Eine Oberseite 301 des Rahmens
300 bildet ein erstes Langsende der Rohrenform, eine der
Oberseite 301 gegeniiberliegende Unterseite 302 des Rahmens
300 bildet das gegeniiberliegende Langsende der Rohrenform.
Der réhrenférmige Rahmen 300 umrahmt einen Raumbereich 320,
der auch als Kavitat bezeichnet werden kann. Der durch den
Rahmen 300 umrahmte Raumbereich 320 ist an der Oberseite 301
und an der Unterseite 302 des Rahmens 300 zuganglich. Der
durch den Rahmen 300 umrahmte Raumbereich 320 wird durch eine
Wandung 310 des Rahmens 300 umgrenzt, die eine Aulenseite 303

aufweist.

Im dargestellten Beispiel des Rahmens 300 weist die rdhren-
formige Wandung 310 eine pyramidenstumpffdrmige AuRenkontur
auf. Die Unterseite 302 des Rahmens 300 bildet die Grundfla-
che dieses Pyramidenstumpfs. Die Oberseite 301 des Rahmens

300 bildet die Deckflache des Pyramidenstumpfs und ist klei-
ner als die Grundflache des Pyramidenstumpfs. Im dargestell-
ten Beispiel sind sowohl die Grundfldche als auch die Deck-
fladche des Pyramidenstumpfs quadratisch. Es ist aber auch

moéglich, die Grundflache und die Deckfldche des Pyramiden-
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stumpfs mit einer anderen Rechteck- oder Polygonform auszu-
bilden. Ebenfalls moglich ist, die Wandung 310 des Rahmens
300 mit einer anderen Aulenkontur auszubilden, beispielsweise
mit der Form eines geraden Prismas. In diesem Fall sind die
Oberseite 301 des Rahmens 300 und die Unterseite 302 des Rah-
mens 300 gleich groB.

Die Innenkontur der Wandung 310 des Rahmens 300, also der
durch den Rahmen 300 umrahmte Raumbereich 320, weist im dar-
gestellten Beispiel eine quaderfdrmige Grundform auf. Die In-
nenkontur der Wandung 310 konnte aber auch anders ausgebildet
sein, beigpielsweise als beliebiges gerades Prisma oder als

Pyramidenstumpf.

Zusatzlich zu der beschriebenen Grundform weist der Rahmen
300 an seiner Unterseite 302 mindestens eine Ausnehmung 330
auf. Im dargestellten Beispiel weist der Rahmen 300 vier Aus-
nehmungen 330 auf, wobei an jeder Innenkante der Wandung 310
an der Unterseite 302 eine Ausnehmung 330 ausgebildet ist.
Die Ausnehmungen erstrecken sich jeweils zwischen Eckberei-
chen 340 der Unterseite 302 des Rahmens 300, erreichen die
Eckbereiche 340 jedoch jeweils nicht, sodass an den Eckberei-
chen 340 an der Unterseite 302 des Rahmens 300 Abschnitte der
Wandung 310 ohne Ausnehmung 330 verbleiben. Durch die Ausneh-
mungen 330 vergroBert sich die dem durch den Rahmen 300 um-
rahmten Raumbereich 320 zugewandte Oberfldche der Wandung 310
des Rahmens 300.

In Fig. 2 ist erkennbar, dass die Rahmen 300 jeweils derart
an der QOberseite 101 des Tragers 100 angeordnet worden sind,
dass die Unterseite 302 des Rahmens 300 der Oberseite 101 des
Tragers 100 zugewandt ist. Dabei sind die Rahmen 300 derart
Uber den optoelektronischen Halbleiterchips 200 angeordnet
worden, dass jeder Rahmen 300 den ihm zugeordneten optoelekt-
ronischen Halbleiterchip 200 umrahmt. Der optoelektronische
Halbleiterchip 200 ist dabei jeweils in dem durch den jewei-

ligen Rahmen 300 umrahmten Raumbereich 320 angeordnet.
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Die Rahmen 300 kénnen mittels eines Klebstoffs 600 an der
Oberseite 101 des Tréadgers 100 befestigt worden sein. Der
Klebstoff 600 ist dabei in den Bereichen angeordnet, in denen
die Unterseiten 302 der Rahmen 300 an der Oberseite 101 des
Tragers 100 anliegen. Dies bedeutet, dass im Bereich der Aus-
nehmungen 330 der Rahmen 300 kein Klebstoff 600 an der Ober-
seite 101 des Tragers 100 angeordnet werden muss. Moglich ist
auch, den Klebstoff 600 lediglich in den Eckbereichen 360 der
Rahmen 300 vorzusehen. Die unterhalb der Ausnehmungen 330 der
Rahmen 300 befindlichen Bereiche der Oberseite 101 des Tra-
gers 100 konnen dadurch fir andere Zwecke genutzt sein. Bei-
spielsweise konnen sich an der Oberseite 101 des Tragers 100
angeordnete elektrische Leiterbahnen oder elektrische Kon-
taktfldchen in diese Abschnitte der Oberseite 101 des Tragers

100 erstrecken.

Fig. 5 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Tragers 100, der an der QOberseite 101 des Tragers 100 ange-
ordneten optoelektronischen Halbleiterchips 200 und der an
der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordneten Rahmen 300 in
einem der Darstellung der Fig. 2 zeitlich nachfolgenden Bear-

beitungsstand.

In den durch die Rahmen 300 umrahmten Raumbereichen 320 ist
ein Vergussmaterial 400 an der Oberseite 101 des Tragers 100
angeordnet worden. Das Vergussmaterial 400 kann beispielswei-
se mittels eines Nadeldosierverfahrens (Dispensing) einzeln
in jedem der Rahmen 300 angeordnet worden sein. Hierzu kann
das Vergussmaterial 400 beispielsweise an den Oberseiten 301
der Rahmen 300 mittels einer Dosiernadel eingefillt worden
sein. Alternativ konnen auch alle an der Oberseite 101 des
Tragers 100 angeordneten Rahmen 300 gleichzeitig mit dem Ver-
gussmaterial 400 beftillt werden. Dies kann beispielsweise so
erfolgen, dass Vergussmaterial 400 auch zwischen den Rahmen
300 an der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordnet wird. Der
Trager 100 kann hierbei an seiner Oberseite 101 einen umlau-
fenden Rand aufweisen, der ein AbflieRen des Vergussmaterials
400 verhindert.
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Das Vergussmaterial 400 ist so in den durch die Rahmen 300
umrahmten Raumbereichen 320 an der Oberseite 101 des Tragers
100 angeordnet worden, dass das Vergussmaterial 400 jeweils
in Kontakt mit dem Rahmen 300 steht und die Ausnehmungen 330
an den Unterseiten 302 der Rahmen 300 zumindest teilweise
fillt. Im dargestellten Beispiel sind die Ausnehmungen 330 an
den Unterseiten 302 der Rahmen 300 vollstandig durch das Ver-
gussmaterial 400 gefillt worden. Das Vergussmaterial 400
steht dadurch bei jedem Rahmen 300 im Bereich der Ausnehmun-
gen 300 in Kontakt mit der Wandung 310 des Rahmens 300. Au-
Berdem steht das Vergussmaterial 400 in Kontakt mit der Ober-

seite 101 des Tragers 100.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 200 sind teilweise in
das Vergussmaterial 400 eingebettet worden. Dabei sind die
Oberseiten 201 der optoelektronischen Halbleiterchips 200 im
dargestellten Beispiel nicht durch das Vergussmaterial 400
bedeckt worden, sondern sind unbedeckt geblieben. Es ist aber
auch méglich, in jeden Rahmen 300 eine so groRe Menge des
Vergussmaterials 400 einzufiillen, dass die in den durch die
Rahmen 300 umrahmten Raumbereichen 320 angeordneten opto-
elektronischen Halbleiterchips 200 vollstandig in das Ver-

gussmaterial 400 eingebettet werden.

Das Vergussmaterial 400 kann beispielsweise ein Silikon auf-
weisen. Zusadtzlich kann das Vergussmaterial 400 eingebettete
Partikel aufweisen. Beispielsweise kann das Vergussmaterial
400 lichtreflektierende Partikel aufweisen, beispielsweise
TiOy,-Partikel. In diesem Fall kann das in den Rahmen 300 an-
geordnete Vergussmaterial 400 als Reflektor fiir durch die
optoelektronischen Halbleiterchips 200 emittierte elektromag-
netische Strahlung dienen. Das Vergussmaterial 400 kann auch
eingebettete lichtabsorbierende Partikel aufweisen, bei-
spielsweise RuBpartikel. In diesem Fall kann das in den Rah-
men 300 angeordnete Vergussmaterial 400 dazu dienen, einen
optischen Kontrast zwischen der lichtemittierenden Oberseite

201 des jeweiligen optoelektronischen Halbleiterchips 200 und
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der Umgebung der Oberseite 201 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 200 zu erhéhen. Das Vergussmaterial 400 kann auch
andere eingebettete Partikel aufweisen, beispielsweise Parti-
kel, die dazu dienen, eine thermische Leitfidhigkeit des Ver-
gussmaterials 400 oder einen thermischen Ausdehnungskoeffi-

zienten des Vergussmaterials 400 anzupassen.

Nach dem Einfiillen des Vergussmaterials 400 kann ein weiterer
Bearbeitungsschritt zum Aushdrten des Vergussmaterials 400
durchgefithrt worden sein. Das Ausharten kann beispielsweise
durch eine Warmebehandlung oder durch UV-Bestrahlung erfolgt

sein.

Fig. 6 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
mehrerer optoelektronischer Bauelemente 10, die durch weitere
Bearbeitung aus der in Fig. 5 gezeigten Anordnung erhalten

worden sind.

Der Trager 100 mit den darauf angeordneten optoelektronischen
Halbleiterchips 200 und Rahmen 300 ist derart zerteilt wor-
den, dass jeder erhaltene Teil einen der optoelektronischen
Halbleiterchips 200 und einen der Rahmen 300 aufweist. Jedes
so vereinzelte Teil bildet ein optoelektronisches Bauelement
10. Das Zerteilen kann beispielsweise mittels eines Sagepro-

zesses erfolgt sein.

Wahrend des Zerteilens des Tragers 100 zum Vereinzeln der
optoelektronischen Bauelemente 10 sind auch die Rahmen 300
zerteilt worden. Dabei ist jeder Rahmen 300 an in Fig. 4
schematisch gezeigten Trennbereichen 355 durchtrennt worden,
um in Fig. 4 gezeigte Teile 350 der Rahmen 300 abzutrennen.
Die Trennbereiche 355 erstrecken sich in zur Oberseite 101
des Tragers 100 senkrechter Richtung durch die Wandungen 310
der Rahmen 300. Durch das Entfernen der Teile 350 der Rahmen
300 werden die Rahmen 300 verschlankt und die AuBenseiten 303
der Rahmen 300 verdndert. Fig. 7 zeigt eine schematische per-
spektivische Darstellung eines der Rahmen 300 nach dem Ent-

fernen der Teile 350. Dabei sind der Tradger 100 und das Ver-
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gussmaterial 400 der Ubersichtlichkeit halber nicht darge-
stellt.

Die Trennbereiche 355 erstrecken sich auch durch die Ausneh-
mungen 330 der Rahmen 300. Damit umfassen die entfernten Tei-
le 350 der Rahmen 300 auch Abschnitte der mit der Oberseite
101 des Tragers 100 in Kontakt stehenden Unterseiten 302 der
Rahmen 300, die mittels des Klebstoffs 600 mit der Oberseite
101 des Tragers 100 verbunden gewesen sein konnen. Dann hat
sich bei jedem Rahmen 300 nach dem Entfernen der Teile 350
des Rahmens 300 die Flache der mittels des Klebstoffs 600 mit
der Oberseite 101 des Tragers 100 verbundenen Teile der Un-
terseite 302 des Rahmens 300 reduziert. Im in den Figuren ge-
zeigten Beispiel ist der Klebstoff 600 nur noch in den Eckbe-
reichen 340 jedes Rahmens 300 zwischen der Unterseite 302 des
Rahmens 300 und der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordnet.
Dies ist mdglich, da das mit dem Rahmen 300 und mit dem Tra-
ger 100 in Kontakt stehende Vergussmaterial 400 eine zusatz-

liche Fixierung des Rahmens 300 an dem Trager 100 bewirkt.

Da sich die Trennbereiche 355 bei jedem Rahmen 300 durch die
Ausnehmungen 330 an der Unterseite 302 des Rahmens 300 er-
streckt haben, sind durch das Entfernen der Teile 350 des
Rahmens 300 im Bereich der Ausnehmungen 330 jeweils Durchbri-
che 335 zwischen dem durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbe-
reich 320 und der AuBenseite 303 des Rahmens 300 gebildet
worden. Diese Durchbriiche 335 sind im dargestellten Beispiel

vollstandig mit dem Vergussmaterial 400 gefiillt.

In einer vereinfachten Variante des beschriebenen Herstel-
lungsverfahrens wird auf das Zerteilen der Rahmen 300 und das

Entfernen der Teile 350 der Rahmen 300 verzichtet.

Fig. 8 zeigt in schematischer Darstellung einen Bearbeitungs-
stand, der der in Fig. 2 gezeigten Situation entspricht. Da-
bei sind die an der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordne-
ten Rahmen 300 allerdings gemalB einer alternativen Variante

ausgebildet. Bei der in Fig. 8 gezeigten Variante bildet Jje-
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der Rahmen 300 gemeinsam mit weiteren gleichartigen Rahmen
300 einen einstiickig zusammenhdngenden Verbund 500. Jeder
solche Verbund 500 kann beispielsweise zwei oder mehr Rahmen
300 umfassen. An der Oberseite 101 des Tragers 100 kénnen ein
oder mehrere derartige Verbunde 500 von Rahmen 300 angeordnet
sein. In der schematischen Darstellung der Fig. 8 sind zwei
Verbunde 500 vorgesehen, die jeweils zwei Rahmen 300 umfas-

sen.

Bei jedem Verbund 500 von Rahmen 300 sind die durch die ein-
zelnen Rahmen 300 umrahmten Raumbereiche 320 durch Durch-
flussdffnungen 510 miteinander verbunden. Die Durchflussoff-
nungen 510 erstrecken sich an den Unterseiten 302 der Rahmen
300 von einem Rahmen 300 zum ndchsten Rahmen 300. Bei den an
der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordneten Rahmen 300
sind die Durchflussé¢ffnungen 510 zur Oberseite 101 des Tra-
gers 100 hin gedffnet. Die Durchflusséffnungen 510 konnen
beispielsweise an die Ausnehmungen 330 an den Unterseiten 302

der Rahmen 300 anschlieBen.

Fig. 9 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Tragers 100, der an der QOberseite 101 des Tragers 100 ange-
ordneten optoelektronischen Halbleiterchips 200 und der an
der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordneten Verbunde 500
von Rahmen 300 in einem der Darstellung der Fig. 8 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

In den durch die Rahmen 300 umrahmten Raumbereichen 320 an
der Oberseite 101 des Tragers 100 ist ein Vergussmaterial 400
angeordnet worden, wie dies bereits anhand der Fig. 5 be-
schrieben wurde. Die Verbunde 500 von Rahmen 300 haben es al-
lerdings erméglicht, das Vergussmaterial 400 bei jedem Ver-
bund 500 in einem einzigen Arbeitsgang in alle Rahmen 300 des
jeweiligen Verbunds 500 einzuftillen. Das Vergussmaterial 400
kann dabei durch die Durchflussdffnungen 510 des Verbunds 500
von einem Rahmen 300 zum ndachsten Rahmen 300 des Verbunds 500
geflossen sein. Beispielsweise kann das Vergussmaterial 400

in einen der Rahmen 300 des Verbunds 500 eingefiillt worden
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und durch die Durchflusséffnungen 510 in alle weiteren Rahmen

300 des Verbunds 500 geflossen sein.

Ausgehend von dem in Fig. 9 gezeigten Bearbeitungsstand er-
folgt die weitere Bearbeitung wie anhand der Figuren 5 und 6
erlautert. Dabei werden beim Zerteilen der Rahmen 300 an den
Trennbereichen 355 auch die Durchflusséffnungen 510 zwischen
den einzelnen Rahmen 300 jedes Verbunds 500 von den Rahmen

300 abgetrennt und die Rahmen 300 vereinzelt.

Fig. 10 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Rahmens 300 gemal einer alternativen Variante. Der in
Fig. 10 gezeigte Bearbeitungsstand des Rahmens 300 entspricht
dem Bearbeitungsstand der Fig. 7 nach dem Entfernen von Tei-
len 350 des Rahmens 300. Vor dem Entfernen der Teile 350 des
Rahmens 300 kann die in Fig. 10 gezeigte Variante des Rahmens
300 als einzelner Rahmen im Sinne der Figuren 1 bis 7 oder
als Teil eines Verbunds 500 im Sinne der Figuren 8 und 9 aus-

gebildet gewesen sein.

Die in Fig. 10 gezeigte Variante des Rahmens 300 unterschei-
det sich von der in Fig. 7 gezeigten Variante des Rahmens 300
dadurch, dass sie eine Zwischenwand 360 aufweist, die den
durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereich 320 in einen ers-
ten Teilraum 361 und einen zweiten Teilraum 362 unterteilt.
Die Zwischenwand 360 erstreckt sich parallel zur rohrenfdrmi-
gen Wandung 310 des Rahmens 300 zwischen einem Abschnitt der
Wandung 310 und einem gegenliberliegenden Abschnitt der Wan-
dung 310 sowie zwischen der Oberseite 301 und der Unterseite
302 des Rahmens 300. Im dargestellten Beispiel weisen der
erste Teilraum 361 und der zweite Teilraum 362 dieselbe GroRe
auf. Es ist aber auch méglich, den ersten Teilraum 361 und
den zweiten Teilraum 362 mit unterschiedlichen GréBen auszu-
bilden. Ebenfalls kdénnen weitere Zwischenwdnde 360 vorgesehen
sein, die den durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereich 320

in eine groéRere Zahl von Teilrdumen 361, 362 unterteilt.
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Die in Fig. 10 gezeigte Variante des Rahmens 300 kann bei-
spielsweise zur Herstellung eines optoelektronischen Bauele-
ments 10 verwendet werden, das mehrere optoelektronische
Halbleiterchips 200 aufweist. In diesem Fall wird der Rahmen
300 so an der Oberseite 101 des Tragers 100 angeordnet, dass
in jedem Teilraum 361, 362 des durch den Rahmen 300 umrahmten
Raumbereichs 320 ein eigener optoelektronischer Halbleiter-
chip 200 angeordnet ist. Dabei kénnen in den Teilraumen 361,
362 unterschiedliche oder identische optoelektronische Halb-

leiterchips 200 angeordnet werden.

Bei der in Fig. 10 gezeigten Variante des Rahmens 300 sind
lediglich zwei Ausnehmungen 330 vorhanden, die an den beiden
Abschnitten der Wandung 310 des Rahmens 300 angeordnet sind,
an denen nicht die Zwischenwand 360 ansetzt. Nach dem Entfer-
nen der Teile 350 des Rahmens 300 bilden die Ausnehmungen 330
Durchbriiche 335 zwischen jeweils einem Teilraum 361, 362 und
der AuBenseite 303 des Rahmens 300.

Die in Fig. 10 gezeigte Variante des Rahmens 300 weist zweil
Einfilldffnungen 370 auf. Jede der Einfilldffnungen 370 er-
streckt sich jeweils von der AuRenseite 303 des Rahmens 300
durch die Wandung 310 zu dem von dem Rahmen 300 umrahmten
Raumbereich 320. Dabei erstreckt sich eine der Einfilléffnun-
gen 370 im gezeigten Beispiel zum ersten Teilraum 361, wah-
rend sich die zweite Einftlldffnung 370 zu dem zweiten Teil-
raum 362 erstreckt. Im dargestellten Beispiel weisen die Ein-
filloéffnungen 370 eine konische Form auf, die sich von der
AuRenseite 303 zu dem durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbe-
reich 320 verjlingt. Es ist aber auch moéglich, die Einfilloff-
nungen 370 mit zylindrischer Form oder einer anderen Form

auszubilden.

Die Einftilldéffnungen 370 sind dazu vorgesehen, das Vergussma-
terial 400 in den durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereich
320 einzufillen. Hierzu kann beispielsweise eine Dosiernadel
in den Einfilldéffnungen 370 angeordnet werden, um das Ver-

gussmaterial 400 durch die jeweilige Einfilléffnung 370 in
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den durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereich 320 einzufil-
len. Da bei der in Fig. 10 gezeigten Variante des Rahmens 300
jeder Teilraum 361, 362 des durch den Rahmen 300 umrahmten
Raumbereichs 320 eine eigene Einfulldéffnung 370 aufweist, ist
es moglich, die beiden Teilrdume 361, 362 getrennt voneinan-
der mit dem Vergussmaterial 400 zu befiillen. Dadurch wird es
ermdglicht, die beiden Teilrdume 361, 362 des durch den Rah-
men 300 umrahmten Raumbereichs 320 mit unterschiedlichen Ver-
gussmaterialien 400 zu befillen, falls dies erforderlich ist.
Unterschiedliche Vergussmaterialien 400 konnen beispielsweise
sinnvoll sein, wenn in den Teilrdumen 361, 362 des Rahmens
300 unterschiedliche optoelektronische Halbleiterchips 200

angeordnet sind.

In weiteren Varianten des Rahmens 300 kdénnen die in Fig. 10
gezeigten Einfuilloffnungen 370 entfallen. In diesen Varianten
konnen die Teilraume 361, 362 des durch den Rahmen 300 um-
rahmten Raumbereichs 320 iiber die Offnungen an der Oberseite
301 des Rahmens 300 mit dem Vergussmaterial 400 befiillt wer-
den. In weiteren Varianten des Rahmens 300 weist dieser keine
Zwischenwand 360 auf, sodass der durch den Rahmen 300 umrahm-
te Raumbereich 320 nicht in Teilrdume 361, 362 unterteilt
ist. Auch in solchen Varianten kann eine Einfilloffnung 370
vorhanden sein, um den durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbe-
reich 320 mit dem Vergussmaterial 400 zu befiillen. Es ist
moéglich, auch bei einem mit einer Zwischenwand 360 ausgestat-
teten Rahmen 300 Ausnehmungen 330 an allen Seiten der Wandung
310 an der Unterseite 302 des Rahmens 300 vorzusehen, wie
dies anhand der Figuren 1 bis 7 beschrieben wurde. Umgekehrt
kénnen auch bei einem Rahmen 300 ohne Zwischenwand 360 ledig-
lich zwei oder weniger Ausnehmungen 330 vorhanden sein, wie

dies in Fig. 10 dargestellt ist.

Fig. 11 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
einer weiteren Variante des Rahmens 300. Der in Fig. 11 ge-
zeigte Bearbeitungsstand des Rahmens 300 ist analog zu dem in
Fig. 4 gezeigten Bearbeitungsstand des Rahmens 300. Die nach-

folgend anhand der Fig. 11 beschriebenen Besonderheiten der
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in Fig. 11 gezeigten Variante des Rahmens 300 kénnen einzeln
oder in Kombination miteinander auch bei den vorstehend an-
hand der Figuren 1 bis 10 beschriebenen Varianten des Rahmens

300 vorhanden sein.

Bei der in Fig. 11 gezeigten Variante des Rahmens 300 ist an
der dem durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereich 320 zuge-
wandten Oberfldche der Wandung 310 eine Verankerungsstruktur
380 vorgesehen. Im dargestellten Beispiel ist die Veranke-
rungsstruktur 380 im Bereich einer Ausnehmung 330 angeordnet.
Die Verankerungsstruktur 380 kdénnte alternativ oder zusadtz-
lich aber auch in anderen Abschnitten der Wandung 310 vorhan-
den sein, die dem durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereich
320 zugewandt sind. Die Verankerungsstruktur 380 ist dazu
vorgesehen, das wahrend der Herstellung des optoelektroni-
schen Bauelements 10 in dem Rahmen 300 angeordnete Vergussma-
terial 400 besonders fest an dem Rahmen 300 zu verankern.
Durch die Verankerungsstruktur 380 wird also die Verbindung
zwischen dem Vergussmaterial 400 und der Wandung 310 des Rah-
mens 300 verstarkt. Hierdurch kann das Vergussmaterial 400
eine noch wirksamere Fixierung des Rahmens 300 an der Ober-

seite 101 des Tragers 100 bewirken.

Im dargestellten Beispiel umfasst die Verankerungsstruktur
380 eine Aufrauung 381, eine Vertiefung 382 und einen Vor-
sprung 383. Die Vertiefung 382 und der Vorsprung 383 sind da-
bei jeweils so ausgebildet, dass sie eine Hinterschneidung
384 aufweisen, durch die eine besonders wirksame Verankerung
des Vergussmaterials 400 an der Wandung 310 des Rahmens 300
erreicht wird. Die Vertiefung 382 und/oder der Vorsprung 383
kénnten aber auch anders ausgebildet sein. In anderen Varian-
ten des Rahmens 300 kann die Verankerungsstruktur 380 ledig-
lich eine Aufrauung 381, lediglich eine oder mehrere Vertie-
fungen 382 oder lediglich einen oder mehrere Vorspriinge 383
aufweisen. Die Verankerungsstruktur 380 kann auch andere ge-

eignete Strukturen umfassen.
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Zusatzlich weist der Rahmen 300 in der in Fig. 11 gezeigten
Variante an seiner QOberseite 301 eine Halterung 390 auf. Die
Halterung 390 ist als Stufe in der Wandung 310 an der Offnung
des durch den Rahmen 300 umrahmten Raumbereichs 320 an der
Oberseite 301 des Rahmens 300 ausgebildet.

In der Halterung 390 ist im dargestellten Beispiel ein opti-
sches Element 700 gehaltert. Bei der Herstellung des opto-
elektronischen Bauelements 10 kann das optische Element 700
bereits vor dem Anordnen des Rahmens 300 an der Oberseite 101
des Tragers 100 in der Halterung 390 des Rahmens 300 gehal-
tert sein. Alternativ kann das optische Element 700 aber auch
erst zu einem spateren Zeitpunkt in der Halterung 390 des
Rahmens 300 angeordnet werden, beispielsweise nach dem Ein-
fiillen des Vergussmaterials 400 oder nach dem Vereinzeln des

optoelektronischen Bauelements 10.

Das optische Element 700 kann beispielsweise ein Fresnelsches
optisches Element, ein diffraktives optisches Element, ein
metaoptisches Element, eine optische Linse oder eine Kombina-

tion mehrerer solcher optischer Elemente sein.

Der Rahmen 300 kénnte auch mehrere Halterungen 390 fir mehre-
re optische Elemente aufweisen. Die Halterungen 390 kodnnen

auch anders als im gezeigten Beispiel ausgebildet sein.

Der Rahmen 300 kdonnte zusatzlich auch weitere eingebettete
und/oder daran befestigte Elemente und/oder Strukturen auf-
weisen. Anstelle des optischen Elements 700 kann auch ein

einfaches Fenster ohne optische Funktion vorgesehen sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 kann neben einem oder
mehreren optoelektronischen Halbleiterchips 200 auch weitere
Bauteile aufweisen, beispielsweise andere Halbleiterchips.
Beispielsweise kann das optoelektronische Bauelement 10

Schutzdioden und/oder Steuerchips aufweisen.
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Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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BEZUGSZEICHENLISTE
10 optoelektronisches Bauelement
100 Trager
101 Oberseite
200 optoelektronischer Halbleiterchip
201 Oberseite
202 TUnterseite
203 elektrischer Kontaktbereich
300 Rahmen
301 Oberseite
302 Unterseite
303 AuBRenseite
310 Wandung
320 durch den Rahmen umrahmter Raumbereich
330 Ausnehmung
335 Durchbruch
340 Eckbereich
350 Teil des Rahmens
355 Trennbereich
360 Zwischenwand
361 erster Teilraum
362 zweiter Teilraum
370 Einfulloffnung
380 Verankerungsstruktur
381 Aufrauung
382 Vertiefung
383 Vorsprung
384 Hinterschneidung
390 Halterung
400 Vergussmaterial
500 Verbund
510 Durchflussoffnung
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(Kavitat)
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600 Klebstoff

700 optisches Element
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem Trager (100),

einem an einer QOberseite (101) des Tragers (100) angeord-
neten optoelektronischen Halbleiterchip (200),

einem an der Oberseite (101) des Tragers (100) angeordne-
ten Rahmen (300), der den optoelektronischen Halbleiter-
chip (200) umrahmt,

wobei eine der Oberseite (101) des Tragers (100) zuge-
wandte Unterseite (302) des Rahmens (300) mindestens eine
Ausnehmung (330) aufweist,

wobei die Unterseite (302) des Rahmen (300) mittels eines
Klebstoffs (600) an der Oberseite (101) des Tragers (100)
befestigt ist,

und einem Vergussmaterial (400), das in einem durch den
Rahmen (300) umrahmten Raumbereich (320) an der Oberseite
(101) des Tragers (100) angeordnet ist, in Kontakt mit
dem Rahmen (300) steht und die Ausnehmung (330) des Rah-

mens (300) zumindest teilweise fullt.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 1,
wobei die Ausnehmung (330) einen Durchbruch (335) zwi-
schen dem durch den Rahmen (300) umrahmten Raumbereich
(320) und einer AuRenseite (303) des Rahmens (300) bil-
det.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei im Bereich der Ausnehmung (330) des Rahmens (300)
kein Klebstoff (600) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 3,
wobei der Rahmen (300) lediglich in vier Eckbereichen
(340) mittels des Klebstoffs (600) an der Oberseite (101)
des Tragers (100) befestigt ist.
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10

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der Rahmen (300) eine Verankerungsstruktur (380)
aufweist, durch die das Vergussmaterial (400) an dem Rah-
men (300) verankert ist,

wobei die Verankerungsstruktur (380) eine Aufrauung
(381), eine Vertiefung (382) oder einen Vorsprung (383)
umfasst, insbesondere eine Vertiefung (382) oder einen

Vorsprung (383) mit einer Hinterschneidung (384).

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobei an dem Rahmen (300) ein optisches Element (700)

gehaltert ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der Rahmen (300) eine Einfélloffnung (370) auf-
weist, die sich von einer AuBenseite (303) des Rahmens
(300) durch eine Wandung (310) des Rahmens (300) zu dem
von dem Rahmen (300) umrahmten Raumbereich (320) er-

streckt.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (200) in das

Vergussmaterial (400) eingebettet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 8,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (200) nicht
vollstandig durch das Vergussmaterial (400) bedeckt ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
wobei der Rahmen (300) eine Zwischenwand (360) aufweist,
die den von dem Rahmen (300) umrahmten Raumbereich (320)

unterteilt.
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11.

12

13

14

Optoelektronisches Bauelement (10) gemall Anspruch 10,
wobei in einem Teil (361) des von dem Rahmen (300) um-
rahmten Raumbereichs (320) ein anderes Vergussmaterial
(400) angeordnet ist als in einem anderen Teil (362) des

von dem Rahmen (300) umrahmten Raumbereichs (320).

.Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-

ments (10)

mit den folgenden Schritten:

- Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips (200)
an einer Oberseite (101) eines Tragers (100);

- Bereitstellen eines Rahmens (300) mit einer Unterseite
(302), die eine Ausnehmung (330) aufweist;

- Anordnen des Rahmens (300) an der Oberseite (101) des
Tragers (100) derart, dass die Unterseite (302) des Rah-
mens (300) der Oberseite (101) des Tragers (100) zuge-
wandt ist und der Rahmen (300) den optoelektronischen
Halbleiterchip (200) umrahmt, wobei die Unterseite (302)
des Rahmen (300) mittels eines Klebstoffs (600) an der
Oberseite (101) des Tragers (100) befestigt wird;

- Anordnen eines Vergussmaterials (400) in einem durch
den Rahmen (300) umrahmten Raumbereich (320) an der Ober-
seite (101) des Tragers (100) derart, dass das Vergussma-
terial (400) in Kontakt mit dem Rahmen (300) steht und
die Ausnehmung (330) des Rahmens (300) zumindest teilwei-
se fullt.

.Verfahren gemdl Anspruch 12,

wobei das Verfahren den folgenden weiteren Schritt auf-
weist:

— Entfernen eines Teils (350) des Rahmens (300).

.Verfahren gemdl Anspruch 13,

wobei der Teil (350) des Rahmens (300) derart entfernt
wird, dass im Bereich der Ausnehmung (330) ein Durchbruch
(335) zwischen dem durch den Rahmen (300) umrahmten Raum-
bereich (320) und einer Aulenseite (303) des Rahmens

(300) gebildet wird.
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15

le.

17

18

19.

20

.Verfahren gemall einem der Anspriiche 13 und 14,

wobei der Rahmen (300) als Verbund (500) mit weiteren
Rahmen (300) bereitgestellt wird,
wobei der Verbund (500) nach dem Anordnen des Vergussma-

terials (400) zerteilt wird.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 12 bis 15,
wobei im Bereich der Ausnehmung (330) des Rahmens (300)
kein Klebstoff (600) angeordnet wird.

.Verfahren gemdl Anspruch 16,

wobei der Rahmen (300) lediglich in vier Eckbereichen
(340) mittels des Klebstoffs (600) an der Oberseite (101)
des Tragers (100) befestigt wird.

.Verfahren gemall einem der Anspriiche 12 bis 17,

wobei der Rahmen (300) eine Einfélloffnung (370) auf-
weist, die sich von einer AuBenseite (303) des Rahmens
(300) durch eine Wandung (310) des Rahmens (300) zu dem
von dem Rahmen (300) umrahmten Raumbereich (320) er-
streckt,

wobei das Vergussmaterial (400) durch die Einfilléffnung
(370) zugefihrt wird.

Verfahren gemdl einem der Anspriiche 12 bis 18,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (200) in das

Vergussmaterial (400) eingebettet wird.

.Verfahren gemdl Anspruch 19,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (200) nicht
vollstandig durch das Vergussmaterial (400) bedeckt wird.
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